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성재동

전체 청구항 수 : 총 16 항

(54) 표시 소자 및 그 제조 방법

(57) 요약

본 발명의 과제는 보다 얇고, 보다 경량인 동시에 외부 응력이 가해져도 패널면 깨어짐 등이 생길 우려가 적고, 탑재하는

기기의 기능성 및 디자인성 등을 향상시키는 것이 가능한 표시 소자 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

기판 본체가 유리판(10, 11)으로 형성된 제1, 제2 기판(2, 3) 사이에 액정(4)을 밀봉한 화소부(5)를 갖는 동시에, 제1 기판

(2)의 제2 기판(3)측의 표면 상의 칩 탑재부(20)에 액정(4)을 구동하는 IC 칩(6)을 탑재한 것이고, IC 칩(6)의 상면 위치와

제2 기판(3)의 상면 위치가, IC 칩(6)을 칩 탑재부(20)에 탑재한 상태에서 동시에 연마 가공함으로써 동일 위치로 되어 있

다.

대표도

도 6

특허청구의 범위

청구항 1.
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제1, 제2 기판 사이에 액정을 밀봉한 화소부를 갖는 동시에, 상기 제1 기판의 상기 제2 기판측의 표면 상의 탑재부에 상기

액정을 구동하는 반도체 장치를 탑재한 표시 소자에 있어서,

상기 반도체 장치의 상면 위치와 상기 제2 기판의 상면 위치가 동일 위치로 되어 있는 것을 특징으로 하는 표시 소자.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 제2 기판의 기판 본체가 유리판이고, 상기 유리판의 두께가 0.2 ㎜ 이하인 것을 특징으로 하는 표시

소자.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 제2 기판의 탑재부 및 상기 반도체 장치의 도전 부분이 보호 부재로 덮여 있는 것을 특징으로 하는

표시 소자.

청구항 4.

제3항에 있어서, 상기 보호 부재가, 상기 반도체 장치의 상면과 상기 제2 기판의 상면을 동일 높이가 되도록 동시에 가공할

때에 덮도록 설치한 것을 특징으로 하는 표시 소자.

청구항 5.

제3항에 있어서, 상기 보호 부재가 내습성을 갖는 것인 것을 특징으로 하는 표시 소자.

청구항 6.

제1, 제2 기판 사이에 액정을 밀봉한 화소부를 설치하는 동시에, 상기 제1 기판의 상기 제2 기판측의 표면 상의 탑재부에

상기 액정을 구동하는 반도체 장치를 탑재한 표시 소자의 제조 방법에 있어서,

상기 제2 기판의 탑재부에 상기 반도체 장치를 탑재한 상태에서, 상기 반도체 장치의 상면과 상기 제2 기판의 상면을 동일

높이가 되도록 동시에 가공하는 것을 특징으로 하는 표시 소자의 제조 방법.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 반도체 장치와 상기 제2 기판을 동일 상면 높이가 되도록 동시에 가공할 때, 상기 제2 기판의 탑재부

및 상기 반도체 장치의 도전 부분을 보호 부재로 덮는 것을 특징으로 하는 표시 소자의 제조 방법.

청구항 8.

제7항에 있어서, 상기 보호 부재를, 상기 동시 가공 종료 후에 적어도 일부 제거하는 것을 특징으로 하는 표시 소자의 제조

방법.

청구항 9.
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제1, 제2 기판 사이에 화소부를 갖는 동시에, 상기 제1 기판의 상기 제2 기판측의 표면 상의 탑재부에 상기 화소부를 구동

하는 반도체 장치를 탑재한 표시 소자에 있어서,

상기 반도체 장치의 상면 위치와 상기 제2 기판의 상면 위치가 동일 위치로 되어 있는 것을 특징으로 하는 표시 소자.

청구항 10.

제9항에 있어서, 상기 제2 기판의 기판 본체가 유리판이고, 상기 유리판의 두께가 0.2 ㎜ 이하인 것을 특징으로 하는 표시

소자.

청구항 11.

제9항에 있어서, 상기 제2 기판의 탑재부 및 상기 반도체 장치의 도전 부분이 보호 부재로 덮여 있는 것을 특징으로 하는

표시 소자.

청구항 12.

제11항에 있어서, 상기 보호 부재가, 상기 반도체 장치의 상면과 상기 제2 기판의 상면을 동일 높이가 되도록 동시에 가공

할 때에 덮도록 설치한 것을 특징으로 하는 표시 소자.

청구항 13.

제11항에 있어서, 상기 보호 부재가 내습성을 갖는 것을 특징으로 하는 표시 소자.

청구항 14.

제1, 제2 기판 사이에 화소부를 설치하는 동시에, 상기 제1 기판의 상기 제2 기판측의 표면 상의 탑재부에 상기 화소부를

구동하는 반도체 장치를 탑재한 표시 소자의 제조 방법에 있어서,

상기 제2 기판의 탑재부에 상기 반도체 장치를 탑재한 상태에서, 상기 반도체 장치의 상면과 상기 제2 기판의 상면을 동일

높이가 되도록 동시에 가공하는 것을 특징으로 하는 표시 소자의 제조 방법.

청구항 15.

제14항에 있어서, 상기 반도체 장치와 상기 제2 기판을 동일 상면 높이가 되도록 동시에 가공할 때, 상기 제2 기판의 탑재

부 및 상기 반도체 장치의 도전 부분을 보호 부재로 덮는 것을 특징으로 하는 표시 소자의 제조 방법.

청구항 16.

제15항에 있어서, 상기 보호 부재를, 상기 동시 가공 종료 후에 적어도 일부 제거하는 것을 특징으로 하는 표시 소자의 제

조 방법.

명세서
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 COG(Chip on Glass) 구조를 갖는 표시 소자 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

주지와 같이, 액정, 전계 발광(Electro-luminescence) 혹은 발광 다이오드 어레이를 이용한 표시 장치는 경량, 박형, 저소

비 전력 등의 특징을 갖기 때문에 OA 기기나 정보 단말기, 시계, 텔레비전 수상기(TV) 등의 다양한 분야에서 널리 이용되

고 있다. 특히, 능동 소자로서 TFT(Thin Film Transistor)를 이용한 표시 소자는, 응답성이 양호하기 때문에 휴대 TV의

화상 표시 부분이나 퍼스널 컴퓨터(PC)의 데이터 표시 모니터 등으로서 사용되고 있다.

이러한 중, 최근 모바일 PC나 PDA(Personal Digital Assistance), 휴대 전화기 등, 특히 소형으로 이동 사용하는 휴대 기

기에 있어서, 기능면에서의 휴대성 향상이나 디자인성의 향상의 관점으로부터, 그들에 이용하는 표시 소자로 형성된 표시

패널을 보다 얇고, 보다 가벼운 것으로 하는 것이 요구되고 있다. 또한 표시 패널에 이용하고 있는 유리 기판에 대해서는,

그 두께가 0.2 ㎜ 이하가 되면 변형하기 쉬운 것이 되고, 외부 응력이 가해졌을 때에는 변형에 의해 응력을 흡수하고, 제조

공정 등에 있어서 유리판이 깨어짐 등에 도달하는 것을 회피할 수 있을 가능성도 있고, 이러한 점으로부터도 표시 패널을

보다 얇은 것으로 하는 데 기대할 수 있다.

그러나, COG 구조의 표시 소자로 형성된 표시 패널에서는 유리 기판만을 보다 얇은 것으로 하였다고 해도, 유리 기판 상에

탑재한 표시 패널 구동용 반도체 장치의 IC(집적 회로) 칩이 유리 기판보다도 두꺼운 것으로 되어, IC 칩의 두께에 의해 기

능성 및 디자인성 등의 면에서 제약을 받는 문제점이 생긴다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기와 같은 상황에 비추어 본 발명은 이루어진 것이고, 그 목적으로 하는 바는 보다 얇고, 보다 경량인 동시에 외부 응력

이 가해져도 패널면 깨어짐 등이 생길 우려가 적고, 또한 탑재하는 기기의 기능성 및 디자인성 등을 향상시키는 것이 가능

한 표시 소자 및 그 제조 방법을 제공하는 데 있다.

본 발명의 표시 소자 및 그 제조 방법은, 표시 소자가 제1, 제2 기판 사이에 화소부를 갖는 동시에, 상기 제1 기판의 상기

제2 기판측의 표면 상의 탑재부에 상기 화소부를 구동하는 반도체 장치를 탑재한 표시 소자에 있어서, 상기 반도체 장치의

상면 위치와 상기 제2 기판의 상면 위치가 동일 위치로 되어 있는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명의 표시 소자는 상기

제2 기판의 기판 본체가 유리판이고, 상기 유리판의 두께가 0.2 ㎜ 이하인 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명의 표시 소자

는, 상기 제2 기판의 탑재부 및 상기 반도체 장치의 도전 부분이 보호 부재로 덮여 있는 것을 특징으로 한다. 다음에, 본 발

명의 표시 소자는, 상기 보호 부재가 상기 반도체 장치의 상면과 상기 제2 기판의 상면을 동일 높이가 되도록 동시에 가공

할 때에 덮도록 설치한 것을 특징으로 한다. 게다가, 본 발명의 표시 소자는 상기 보호 부재가 내습성을 갖는 것인 것을 특

징을 하는 것이다.

또한, 표시 소자의 제조 방법이 제1, 제2 기판 사이에 화소부를 설치하는 동시에, 상기 제1 기판의 상기 제2 기판측의 표면

상의 탑재부에 상기 화소부를 구동하는 반도체 장치를 탑재한 표시 소자의 제조 방법에 있어서, 상기 제2 기판의 탑재부에

상기 반도체 장치를 탑재한 상태에서, 상기 반도체 장치의 상면과 상기 제2 기판의 상면을 동일 높이가 되도록 동시에 가

공하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명의 표시 소자의 제조 방법은 상기 반도체 장치와 상기 제2 기판을 동일 상면 높이

가 되도록 동시에 가공할 때, 상기 제2 기판의 탑재부 및 상기 반도체 장치의 도전 부분을 보호 부재로 덮는 것을 특징으로

한다. 또한, 본 발명의 표시 소자의 제조 방법은, 상기 보호 부재를 상기 동시 가공의 종료 후에 적어도 일부 제거하는 것을

특징으로 한다.

발명의 구성

이하 본 발명의 실시 형태를, 도면을 참조하여 설명한다.
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우선 제1 실시 형태를 도1 내지 도7에 의해 설명한다. 도1은 제1 기판을 도시하는 평면도이고, 도2는 셀 단일체를 도시하

는 종단면도이고, 도3은 단책형 셀을 도시하는 횡단면도이고, 도4는 IC 칩이 탑재된 단책형 셀을 도시하는 종단면도이고,

도5는 액정 표시 소자를 도시하는 평면도이고, 도6은 액정 표시 소자를 도시하는 종단면도이고, 도7은 액정 표시 소자의

변형 형태를 나타내는 종단면도이다.

본 실시 형태에 있어서는, 표시 소자로서 액정 표시 소자를 예시한다. 액정 표시 소자(1)는 휴대 전화기 등의 표시 패널에

사용하는 종횡 수 ㎝ × 수 ㎝(예를 들어 5 ㎝ 각 정도)의 사각형의 표시면을 갖는 것이고, 도5 및 도6에 도시한 바와 같이

제1 기판(2)의 상면과 제2 기판(3)의 하면 사이에 액정(4)을 봉입하여 화소부(5)를 설치하고, 또한 제1 기판(2) 상의 소정

위치에 액정 패널 구동용 반도체 장치의 IC(집적 회로) 칩(6)을 탑재한 구성으로 되어 있다. 그리고, 화소부(5)의 액정(4)

의 봉입은 제1 기판(2)과 제2 기판(3) 사이에 도시하지 않은 스페이서를 배치하여 주위를, 예를 들어 열경화형 에폭시 수

지의 밀봉제(7)로 구획하고, 밀봉제(7)로 구획된 빈 공간 내에 주입구인 개구부(8)로부터 액정(4)을 충전하고, 그 후, 개구

부(8)를, 예를 들어 자외선 경화형 에폭시 수지의 밀봉제(9)로 밀봉하도록 하여 행해진다.

또한 밀봉제(7)로 서로 고착된 제1 기판(2)과 제2 기판(3)은 각각 기판 본체가, 예를 들어 무알칼리의 백색판 유리로 이루

어지는 가시광에 투명한 유리판(10, 11)으로 형성되어 있고, 제1 기판(2) 상부에는 화소부(5)에 대응하는 부분에 도시하지

않은 능동 소자의 TFT(Thin Film Transistor) 및 배선, 표시 전극, 축적 용량 등이 배치된 제1 부재층(12)이 설치되고, IC

칩(6) 탑재 부분에 전극 패드(!3)가 형성되어 있다. 한편, 제2 기판(3) 하부에는 화소부(5)에 대응하는 부분에 도시하지 않

은 컬러 필터, 공통 전극, 배향막 등이 배치된 제2 부재층(14)이 설치되어 있다.

그리고, 제1 기판(2)은 기판 본체인 유리판(10)의 두께가 0.3 ㎜로 되어 있다. 이에 반해, 제2 기판(3)은 기판 본체인 유리

판(11)의 두께가 0.2 ㎜ 이하, 예를 들어 0.1 ㎜로 형성되어 있다. 또한, 제1 기판(2)과 제2 기판(3)의 외면측에는, 각각 도

시하지 않은 편광판이 설치되어 있다.

또한, 그리고, 탑재된 IC 칩(6)의 상면의 높이는, 제1 기판(2) 상에 밀봉제(7)에 의해 고착된 제2 기판(3)의 상면과 동일 높

이로 되어 있다.

이상과 같이, 액정 표시 소자(1)는 표시 패널로 하였을 때에 표시면측이 되는 제2 기판(3)의 유리판(11)의 두께가 0.1 ㎜

와, 0.2 ㎜ 이하의 두께를 갖기 때문에 강직은 아니고, 유연성을 갖고 변형하기 쉬운 것으로 되어, 제조 공정 등에서 외부

응력이 가해졌을 때라도 변형에 의해 응력의 흡수가 이루어지고, 깨어짐 등에 도달하는 것을 회피할 수 있기 때문에 제품

수율의 향상이 도모되는 것으로 되어 있다. 또한, 제1 기판(2) 상에 탑재한 IC 칩(6)의 높이도, 그 상면이 제2 기판(3)의 상

면과 동일 높이가 되어, 동일 평면 내에 있기 때문에 액정 표시 소자(1)의 표시면측이 면일의 상태로 되어 있고, 액정 표시

소자(1)가 탑재되는 휴대 전화기 등의 기능성 및 디자인성 등을 검토하는 데 있어서 제약이 적어져 자유도가 증가하고, 이

들을 각각 향상시키는 것이 가능해진다.

다음에, 상기 구성의 액정 표시 소자(1)의 제조 공정을, 도1 내지 도6을 이용하여 설명한다. 이하의 각 공정을 진행시킬 때,

예를 들어 두께 0.7 ㎜이고, 종횡 치수가 550 ㎜ × 650 ㎜인 무알칼리의 백색판 유리로 이루어지는 가시광에 투명한 2매

의 유리판(10, 11) 중, 한쪽의 유리판(10) 상면의 소정 형상(예를 들어 사각형)으로 한 복수의 화소부(5)의 형성 영역(5a)

에, 미리 각각 및 배선, 표시 전극, 축적 용량 등이 배치된 제1 부재층(12)을 설치하여 제1 기판(2)을 형성한다. 또한 마찬

가지로, 다른 쪽의 유리판(11) 하면의 각 화소부(5)에 대응하는 형성 영역에도, 미리 컬러 필터, 공통 전극, 배향막 등이 배

치된 제2 부재층(14)을 설치하여 제2 기판(3)을 형성한다.

상기 제1 기판(2)과 제2 기판(3)을 준비한 후, 제1 공정에 있어서 제1 기판(2)의 상면 위에, 도1에 도시한 바와 같이 각 화

소부(5)의 형성 영역(5a)을 구획하도록 스크린 인쇄법 등에 의해 열경화형 에폭시 수지의 밀봉제(7)를 도포한다. 도포는

개구부(8)를 형성하는 동시에, 구획 내부가 기밀하게 밀봉되도록 소정의 폭 및 두께로 연속하도록 행한다. 또한 마찬가지

로, 제1 기판(2)의 상면 위에 전체 외주 모서리를 따라 폐환형으로, 밀봉 폭이 약 2 ㎜가 되도록 열경화형 에폭시 수지의 가

밀봉제(16)를 소정의 폭 및 두께로 도포한다.

그리고, 밀봉제(7)와 가밀봉제(16)가 도포된 제1 기판(2)의 상면 위에, 예를 들어 5 ㎛ 내지 6 ㎛의 간격을 확보하도록 산

화규소(SiO2) 혹은 수지제의 구형의 스페이서를 사이에 배치하여 제2 기판(3)을 적재한다. 그 후, 소정 온도로 가열하여 밀

봉제(7)와 가밀봉제(16)를 열경화시키고, 제1 기판(2)의 상면측과 제2 기판(3)의 하면측을 도2에 도시한 바와 같이 접착

하여 셀 단일체(17)를 형성한다.
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다음에, 제2 공정에 있어서, 전공정에서 제1 기판(2)과 제2 기판(3)을 밀봉제(7)와 가밀봉제(16)로 접착하여 이루어지는

셀 단일체(17)를, 예를 들어 불화수소(HF)의 수용액(불화수소산) 등의 강산성의 에칭액에 침지하고, 제1 기판(2)과 제2 기

판(3)의 외면측 유리면을 물유리(water glass)로 변화시키고, 또한 침지하고 있는 동안 수시로 제1 기판(2)과 제2 기판(3)

을 요동시켜 양 유리 외면을 균등하게 에칭한다. 그리고, 기판 본체의 유리판(10, 11)의 두께가 0.3 ㎜ 내지 0.5 ㎜, 예를

들어 0.3 ㎜의 소정 두께로 된 시점에서 에칭액으로부터 꺼내어, 물 세정하고 건조시켜 에칭을 종료한다.

다음에, 제3 공정에 있어서, 에칭 종료 후의 셀 단일체(17)를 도3에 도시한 바와 같이 복수의 화소부(5)의 개구부(8)가 동

일 변을 따라 늘어세워 개방하도록, 예를 들어 다이아몬드 소우(saw)를 이용하는 등 공지의 방법에 의해 단책형으로 분리

하고, 단일형 셀(18)이 연결된 단책형 셀(19)을 형성한다. 그 후, 밀봉제(7)로 구획, 구획된 단책형 셀(19)의 각 단일형 셀

(18)의 빈 공간 내에, 진공 주입법 등을 이용하여 주입구의 개구부(8)로부터 액정(4)을 충전한다. 또한, 액정(4)의 충전이

행해진 각 개구부(8)를 폐지하도록, 예를 들어 디스펜서 방식 등에 의해 자외선 경화형 에폭시 수지의 밀봉제(9)를 도포하

고, 또한 소정 파장의 UV광을 밀봉제(9)에 조사하고, 밀봉제(9)를 경화시켜 밀봉한다.

계속되는 제4 공정에 있어서, 도4에 도시한 바와 같이 단책형 셀(19)의 각 단일형 셀(18)의 화소부(5)에 인접하는 각각의

칩 탑재부(20)에 IC 칩(6)을 탑재한다. IC 칩(6)은, 예를 들어 높이가 0.3 ㎜ 내지 0.5 ㎜이기 때문에, 탑재한 IC 칩(6)의 상

면은, 그 상태에서는 제2 기판(3)의 유리판(11)의 상면과 대략 동일 높이, 혹은 그것보다도 높은 것이 된다.

또한 IC 칩(6)의 탑재에 대해서는, 제1 기판(2) 상의 칩 탑재부(20)의 소정 위치에 배치된 전극 패드(13)에, AFC(15)를 사

이에 개재시켜 IC 칩(6)이 대응하는 범프를 적재하고, 소정 온도로 열압착하도록 하여 행한다. 그 후, 탑재된 IC 칩(6)을 덮

는 동시에, 전극 패드(13)나 범프 등의 도전 부분을 덮도록 노볼락계 레지스트 재료로 이루어지는 보호 부재(21)를 칩 탑재

부(20)에 도포하고, 또한 80 ℃의 온도에서 30초간 가소성(假燒成)하여, 다음 공정에 있어서의 연마시의 오염에 대해 IC

칩(6)이나 도전 부분 등의 보호를 행한다.

다음에, 제5 공정에 있어서, 도시하지 않은 연마기에 연마면이 제2 기판(3)측의 외면이 되도록 IC 칩(6)이 탑재된 단책형

셀(19)을 세트한다. 계속해서 소정의 연마제를 포함하는 연마액을 연마면에 흐르게 하면서 래핑 처리를 행하고, 또한 보호

부재(21)가 래핑되고, 제거되어 노출된 IC 칩(6)의 상면을 제2 기판(3)의 기판 본체인 유리판(11)과 함께 연마한다.

그리고, 제2 기판(3)의 두께 0.3 ㎜인 유리판(11)이 0.2 ㎜ 이하, 예를 들어 0.2 ㎜의 두께가 될 때까지 IC 칩(6)을 포함하

여 연마한다. 또한, 연마제에 산화세륨(CeO2)을 이용하고, 이것을 포함하는 연마액을 연마면에 흐르게 하면서 폴리싱 처

리를 행하고, 유리판(11)의 두께가 예를 들어 0.1 ㎜가 될 때까지, 마찬가지로 IC 칩(6)을 포함하여 연마하고, 유리판(11)

의 표면을 경면형으로 마무리한다. 이에 의해, 유리판(11)의 표면과 IC 칩(6)의 상면은, 동일 상면 높이를 갖는 것이 되어

면일 상태가 된다.

다음에, 제6 공정에 있어서, 제2 기판(3)의 유리판(11)을 0.1 ㎜로 한 단책형 셀(19)의 칩 탑재부(20)의 보호 부재(21)를,

아세톤 등의 용제를 이용하여 세정하고 제거한다. 계속해서, 보호 부재(21)를 제거한 IC 칩(6) 탑재의 단책형 셀(19)을 스

크라이브 처리에 의해, 도5 및 도6에 도시한 바와 같이 개개의 IC 칩(6)이 탑재된 단일형 셀(18)로 분할한다. 그 후, IC 칩

(6) 탑재의 단가형 셀(18)의 화소부(5)의 양 외면에, 각각 편광판이 설치함으로써 표시 패널의 유리판(11)의 두께가 0.1 ㎜

이고, 액정 패널 구동용 IC 칩(6)의 상면의 높이가 유리판(11)의 상면과 동일 높이의 액정 표시 소자(1)가 형성된다.

이상과 같이, 액정 패널 구동용 IC 칩(6)을 제1 기판(2)의 칩 탑재부(20)에 탑재하고, 보호 부재(21)로 덮은 상태에서, 그

상면을 제2 기판(3)의 유리판(11)을 연마하는 공정에서 동시에 연마함으로써, 유리판(11)의 박판화를 행할 수 있는 동시

에, IC 칩(6)의 상면을 유리판(11)의 표면과 동일 높이로 하는 것을 간단하게 행할 수 있고, 또한 가공 공정에 있어서의 제

1, 제2 기판(2, 3)에 깨어짐 등이 생기지 않고, 높은 제조 수율을 실현할 수 있다.

또한, 상기 실시 형태에 있어서는, 단책형 셀(19)의 한 면만 연마하여 제2 기판(3)의 유리판(11)을 0.1 ㎜로 박판화하였지

만, 도7에 도시한 바와 같이 또한 제1 기판(2)의 유리판(10)의 외면(하면)측도 0.3 ㎜보다도 얇아지도록 연마하고, 필요로

하면 0.1 ㎜의 두께로 하는 등 하여 양유리판(10, 11)의 박판화를 행하도록 해도 좋다.

다음에, 제2 실시 형태를 도8 내지 도11에 의해 설명한다. 도8은 단일형 셀을 도시하는 횡단면도이고, 도9는 IC 칩이 탑재

된 단책형 셀을 도시하는 종단면도이고, 도10은 액정 표시 소자를 도시하는 종단면도이고, 도11은 액정 표시 소자를 도시

하는 평면도이다. 또한, 제1 실시 형태와 동일 부분은 제1 실시 형태의 도면을 참조하는 동시에 동일 부호를 붙여 설명을

생략하고, 제1 실시 형태와 다른 본 실시 형태의 구성에 대해 설명한다.
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본 실시 형태에 있어서의 액정 표시 소자(31)는 제1 실시 형태와 마찬가지로, 휴대 전화기 등의 표시 패널에 사용하는 종횡

수 ㎝ × 수 ㎝(예를 들어 5 ㎝ 각 정도)의 사각형의 표시면을 갖는 것이고, 도10 및 도11에 도시한 바와 같이, 제1 기판(2)

의 상면과 제2 기판(3)의 하면 사이에 액정(4)을 봉입하여 화소부(5)를 설치하고, 또한 제1 기판(2) 상의 칩 탑재부(20)에

액정 패널 구동용 반도체 장치의 IC 칩(6)을 탑재한 구성으로 되어 있다. 그리고, 제1 기판(2)의 칩 탑재부(20)에 탑재된

IC 칩(6)의 범프나, 이에 대응하는 칩 탑재부(20)의 전극 패드(13) 등의 도전 부분을 덮도록 보호 부재(32)가 설치되어 있

고, 내습 보호가 이루어져 있다.

또한, 제1 기판(2)은 기판 본체의 유리판(10)의 두께가 0.3 ㎜이고, 제2 기판(3)은 기판 본체의 유리판(11)의 두께가 0.2

㎜ 이하, 예를 들어 0.1 ㎜로 되어 있다. 또한, 칩 탑재부(20)에 탑재된 IC 칩(6)에 대해서는, 그 상면의 높이가 제2 기판(3)

의 상면과 동일 높이로 되어 있고, IC 칩(6)의 상면과 제2 기판(3)의 상면은 면일 상태로 되어 있다.

이상과 같이 구성되어 있는 액정 표시 소자(31)는 제2 기판(3)의 두께가 0.1 ㎜와, 0.2 ㎜ 이하의 두께를 갖고, 또한 IC 칩

(6)의 상면이 제2 기판(3)의 상면과 동일 높이로 되어 면일 상태이고, 제1 실시 형태와 같은 구성으로 되어 있기 때문에 같

은 효과를 갖는 동시에, 칩 탑재부(20)의 도전 부분을 덮도록 보호 부재(32)가 설치되어 있으므로 내습성이 향상된 것으로

되어 있다.

다음에, 상기 구성의 액정 표시 소자(31)의 제조 공정을, 도8 내지 도11을 이용하고, 또한 도1 및 도2를 참조하여 설명한

다. 이하의 각 공정을 진행시킬 때, 제1 실시 형태와 마찬가지로, 예를 들어 두께가 0.7 ㎜, 종횡 치수가 550 ㎜ × 650 ㎜

인 무알칼리의 백색판 유리의 가시광에 투명한 유리판(10) 상면의 각 화소부(5) 형성 영역(5a)에 미리 배선, 표시 전극, 축

적 용량 등이 배치된 제1 부재층(12)을 설치하여 제1 기판(2)을 형성하고, 또한 마찬가지로, 유리판(10)과 동일 두께, 동일

치수로 형성된 무알칼리의 백색판 유리의 가시광에 투명한 유리판(11) 하면의 각 화소부(5)에 대응하는 형성 영역에도 미

리 컬러 필터, 공통 전극, 배향막 등이 배치된 제2 부재층(14)을 설치하여 제2 기판(3)을 형성한다.

상기 제1 기판(2)과 제2 기판(3)을 준비한 후, 제1 공정에 있어서 제1 기판(2)의 상면 위에, 도1에 도시한 바와 같이 각 화

소부(5)의 형성 영역(5a)을 구획하도록 열경화형 에폭시 수지의 밀봉제(7)를, 개구부(8)를 형성하는 동시에, 구획 내부가

기밀하게 밀봉되도록 소정의 폭 및 두께로 연속하도록 도포한다. 또한 마찬가지로, 제1 기판(2)의 상면 위에 전체 외주 모

서리를 따라 열경화형 에폭시 수지의 가밀봉제(16)를 약 2 ㎜의 밀봉 폭으로 소정 두께로 도포한다.

그리고, 밀봉제(7)와 가밀봉제(16)가 도포된 제1 기판(2)의 상면 위에, 예를 들어 5 ㎛ 내지 6 ㎛의 간격을 확보하도록 산

화규소 혹은 수지제의 구형의 스페이서를 사이에 배치하여, 제2 기판(3)을 적재한다. 그 후, 소정 온도로 가열하여 밀봉제

(7)와 가밀봉제(16)를 열경화시키고, 제1 기판(2)의 상면측과 제2 기판(3)의 하면측을 도2에 도시한 바와 같이 접착하여

셀 단일체(17)를 형성한다.

다음에, 제2 공정에 있어서, 전공정에서 제1 기판(2)과 제2 기판(3)을 밀봉제(7)와 가밀봉제(16)로 접착하여 이루어지는

셀 단일체(17)를, 예를 들어 불화수소의 수용액 등의 강산성의 에칭액에 침지하고, 수시로 셀 단일체(17)를 요동시켜 양 유

리 외면을 균등하게 에칭한다. 그리고, 기판 본체의 유리판(10, 11)의 두께가 0.3 ㎜ 내지 0.5 ㎜, 예를 들어 0.3 ㎜의 소정

두께로 된 시점에서 에칭액으로부터 꺼내어, 물 세정하고 건조시켜 에칭을 종료한다.

다음에, 제3 공정에 있어서, 에칭 종료 후의 셀 단일체(17)를 도8에 도시한 바와 같이, 예를 들어 다이아몬드 소우를 이용

하는 등 공지의 방법에 의해 단일형으로 분리하고, 단가형 셀(18)을 형성한다. 그 후, 밀봉제(7)로 구획, 구획된 단일형 셀

(18)의 빈 공간 내에 진공 주입법 등을 이용하여 주입구의 개구부(8)로부터 액정(4)을 충전한다. 또한, 액정(4)의 충전이

행해진 개구부(8)를 폐지하도록, 예를 들어 디스펜서 방식 등에 의해 자외선 경화형 에폭시 수지의 밀봉제(9)를 도포하고,

또한 소정 파장의 UV광을 밀봉제(9)에 조사하고, 밀봉제(9)를 경화시켜 밀봉한다.

계속되는 제4 공정에 있어서, 도9에 도시한 바와 같이 단일형 셀(18)의 화소부(5)에 인접하는 칩 탑재부(20)에 IC 칩(6)을

탑재한다. IC 칩(6)은, 예를 들어 높이가 0.3 ㎜ 내지 0.5 ㎜이기 때문에 탑재한 IC 칩(6)의 상면은, 그 상태에서는 제2 기

판(3)의 유리판(11)의 상면과 대략 동일 높이, 혹은 그것보다도 높은 것이 된다.

또한 IC 칩(6)의 탑재에 대해서는, 제1 실시 형태와 마찬가지로 제1 기판(2) 상의 칩 탑재부(20)의 소정 위치에 배치된 전

극 패드(13)에, AFC(15)를 사이에 개재시켜 IC 칩(6)이 대응하는 범프를 적재하고, 소정 온도로 열압착하도록 하여 행한

다. 그 후, 탑재된 IC 칩(6)을 덮는 동시에, 전극 패드(13)나 범프 등의 도전 부분을 덮도록 파라핀 등의 내습성을 갖는 보호

부재(32)를 칩 탑재부(20)에 도포하고, 다음 공정에 있어서의 연마시의 오염에 대해 IC 칩(6)이나 도전 부분 등의 보호를

행한다.
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다음에, 제5 공정에 있어서, 도시하지 않은 연마기에, 연마면이 제2 기판(3)측의 외면이 되도록 IC 칩(6)이 탑재된 단일형

셀(18)을 세트한다. 계속해서 소정의 연마제를 포함하는 연마액을 연마면에 흐르게 하면서 래핑 처리를 행하고, 또한 보호

부재(32)가 래핑되고, 제거되어 노출된 IC 칩(6)의 상면을 제2 기판(3)의 기판 본체인 유리판(11)과 함께 연마한다.

그리고, 제2 기판(3)의 두께 0.3 ㎜인 유리판(11)이 0.2 ㎜ 이하, 예를 들어 0.2 ㎜의 두께가 될 때까지 IC 칩(6)을 포함하

여 연마한다. 또한, 연마제에 산화세륨을 이용하고, 이것을 포함하는 연마액을 연마면에 흐르게 하면서 폴리싱 처리를 행

하고, 유리판(11)의 두께가 예를 들어 0.1 ㎜가 될 때까지, 마찬가지로 IC 칩(6)을 포함하여 연마하고, 유리판(11)의 표면

을 경면형으로 마무리한다. 이에 의해, 유리판(11)의 표면과 IC 칩(6)의 상면은 동일 상면 높이를 갖는 것으로 되어, 면일

상태가 된다.

다음에, 제6 공정에 있어서, 제2 기판(3)의 유리판(11)을 0.1 ㎜로 한 단가형 셀(18)의 칩 탑재부(20)의 보호 부재(32)를,

알코올 등의 용제를 이용하여 세정하여 제거한다. 이때, 보호 부재(32)의 파라핀이 일부 잔류하고, 칩 탑재부(20)에 탑재된

IC 칩(6)의 범프나, 이에 대응하는 칩 탑재부(20)의 전극 패드(13) 등의 도전 부분이 보호 부재(32)로 피복된 상태가 되도

록 계속하고, 보호 부재(32)를 일부 잔류하도록 제거한 IC 칩(6) 탑재의 단일형 셀(19)의 화소부(5)의 양 외면에 각각 편광

판이 설치됨으로써, 표시 패널의 유리판(11)의 두께가 0.1 ㎜이고, 액정 패널 구동용 IC 칩(6)의 상면의 높이가 유리판(11)

의 상면과 동일 높이의 액정 표시 소자(31)가 형성된다.

이상과 같이 구성함으로써, 제1 실시 형태와 마찬가지로 제2 기판(3)의 유리판(11)의 박판화를 행할 수 있고, 또한 IC 칩

(6)의 상면과 유리판(11)의 표면을 동일 높이로 하는 것을 간단하게 행할 수 있는 게 되어, 같은 효과를 얻을 수 있다.

또한, 상기의 각 실시 형태에 있어서는 셀 단일체(17)의 유리판(10, 11)을 화학적인 처리인 케미컬 에칭에 의해 박판화하

였지만, 기계적인 처리인 절삭 가공이나 래핑 처리로 행해도 좋다. 또한, 폴리싱 처리에 있어서는, 연마제에 산화세륨을 이

용하였지만, 래핑 처리나 폴리싱 처리에 산화 실리콘 입자나 산화알루미늄(I2O3) 등을 연마제에 이용해도 좋다. 또한, 연마

시의 도전 부분의 오염 방지로서 보호 부재에 노볼락계 레지스트 재료나 파라핀을 이용하였지만, 이것으로 한정되지 않고

다른 내수성과 내약품성을 갖는 재료를 이용해도 좋다.

또한, 상기의 각 실시 형태에 대해서는 주로 액정 표시 소자를 예시하였지만, 본 발명은 전기 루미네선스나 발광 다이오드

등의 자기 발광 소자와 TFT를 이용한 표시 소자 및 그 제조 방법에 대해서도, 마찬가지로 적용할 수 있다.

발명의 효과

이상의 설명으로부터 명백한 바와 같이, 본 발명에 따르면 보다 얇고, 보다 경량으로 할 수 있고, 외부 응력이 가해진 경우

라도 변형에 의해 응력을 흡수하여 패널면이 깨어질 우려가 적어지고, 또한 탑재하는 기기를 기능성 및 디자인성 등의 면

에서 향상시키는 것이 가능해지는 등의 효과를 발휘한다.

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 제1 실시 형태에 있어서의 제1 기판을 도시하는 평면도.

도2는 본 발명의 제1 실시 형태에 있어서의 셀 단일체를 도시하는 종단면도.

도3은 본 발명의 제1 실시 형태에 있어서의 단책형 셀을 도시하는 횡단면도.

도4는 본 발명의 제1 실시 형태에 있어서의 IC 칩이 탑재된 단책형 셀을 도시하는 종단면도.

도5는 본 발명의 제1 실시 형태의 액정 표시 소자를 도시하는 평면도.

도6은 본 발명의 제1 실시 형태의 액정 표시 소자를 도시하는 종단면도.

도7은 본 발명의 제1 실시 형태에 관한 액정 표시 소자의 변형 형태를 나타내는 종단면도.

도8은 본 발명의 제2 실시 형태에 있어서의 단일형 셀을 도시하는 횡단면도.
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도9는 본 발명의 제2 실시 형태에 있어서의 IC 칩이 탑재된 단일형 셀을 도시하는 종단면도.

도10은 본 발명의 제2 실시 형태의 액정 표시 소자를 도시하는 종단면도.

도11은 본 발명의 제2 실시 형태의 액정 표시 소자를 도시하는 평면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

2 : 제1 기판

3 : 제2 기판

4 : 액정

5 : 화소부

6 : IC 칩

10, 11 : 유리판

13 : 전극 패드

20 : 칩 탑재부

21, 32 : 보호 부재

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4

도면5
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도면6

도면7

도면8

도면9
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도면10

도면11
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本发明的主题提供了更薄的显示装置，并且重量轻并且即使在更有可能
改善仪器的功能和设计能力的同时施加外部应力，它也被面板破坏。产
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